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を可能にする部品サプライヤーのマネジメントの在り方を明らかにすることを目的とする。 
 この目的のために用いるのは、京セラ（完成品メーカー）の温度補償型水晶発振器
（Temperature Compensated Crystal Oscillator,以下 TCXO）の開発事例である5。そこ
では、京セラが TCXO の部品サプライヤーである（IC チップの開発者）半導体メーカー
に対し、カスタマイズ化した部品技術の競合他社製品への応用を制御しないことが描かれ
る。このようなプロセスが半導体メーカーの製品開発コストの削減を可能にし、その結果、
特定の IC チップの普及と標準部品化が進む事が示される。さらに、標準部品化した IC チ
ップを搭載することで、TCXO メーカーの製品開発コストが削減されることが明らかとな
る。 
 以下の第 2 節では、これまでマス・カスタマイゼーション戦略と市場競争、さらには、
マス・カスタマイゼーション戦略における部品サプライヤーの取引パターンに関する既存
文献を振り返り、本研究の位置づけを明らかにする。第 3 節では、京セラの TCXO 開発プ
ロセスの事例分析を通してマス・カスタマイゼーション戦略の実施に必要となる部品サプ
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3. 事例研究 
 




 TCXO は図 1 が示すように、水晶振動子、温度補償回路、発振回路、増幅回路の三つの
回路が統合された IC チップから構成されるのだが、その中でも TCXO が発振する周波数
に影響するのは、水晶振動子と温度補償回路である。 
 


















 こうした背景から、図 2 が示すように、2000 年まで TCXO 市場で競争優位を得ていた
のは水晶振動子関連知識を豊富に持つ日本電波工業、東洋通信機6、大真空等の水晶デバイ
ス専用メーカーであった。 
 それが、2001 年から京セラ7が市場シェアトップとなり、2009 年 3 月末時点においても
市場シェアトップを維持している8。どのメーカーも水晶振動子の規則正しい振動に関わる 
                                                  
6 東洋通信機株式会社は、2005 年 10 月セイコーエプソン株式会社の水晶デバイス事業部と事業統合し
2011 年 5 月現在では、エプソントヨコムとなっているが、2005 年 10 月以前の内容も取り扱うため本研
究では東洋通信機と称する。 
7 京セラは 2004 年キンセキと事業統合し、京セラキンセキとなったが、2004 年以前の内容に関しても言
及するので本研究では京セラと称する。 
8 富士キメラ総研（2008;2009）によると 2007 年、2008 年の 2 年間京セラは市場シェア 2 位となって
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図 2 国内 TCXO メーカーの世界市場シェア推移 
 





が作成している。2005 年,2006 年の市場シェアは不明。この市場シェアは通話用対応の TCXO







 京セラの市場シェアトップの理由は二つある。一つは、2001 年度に見られた IC チップ
の回路（以下、IC チップ）を用いた TCXO の迅速な小型化と、2005 年度以降の部品サプ
ライヤーへのマネジメントである。 
 
3.2 京セラの市場シェアトップ獲得と TCXO 市場における競争軸の変化 
 京セラの 2001 年度の市場シェアトップは、1990 年代後半に始まった携帯電話端末の小
型化・軽量化に伴う搭載部品の小型化・軽量化競争において迅速な対応からである。 
 京セラは、1 年~2 年で次の TCXO 規格を提示し、それに合わせ水晶片を小型化させて
いた。一方、他の水晶デバイス専業メーカーは、水晶片の小型化を躊躇し、次の規格の提
示を遅らせる傾向にあった。 
 なぜなら、小型化した水晶片に電圧をかけると高い圧力が生じ、周辺の IC チップの回
路（以下、IC チップ）に不具合が生じることで、求められる周波数より高い周波数を発振
                                                  
















 こうした TCXO の小型化競争も 2005 年以降、変化を見せる。2000 年代半ばになると
端末市場の需要が飽和し、端末そのものの小型化が限界に達すると競争の軸が価格へと移
行した。 
 それに合わせ TCXO 世代交代もスピードを落とし、以前のような急激な小型化は見られ
なくなった。さらに、TCXO 市場の競争軸も小型化から価格へと変化した。TCXO の小型
化や安定的な周波数の発振という既存のニーズを満たしつつ、TCXO 開発におけるコスト
削減を進めることが TCXO メーカーの課題となった。 
 








 それに、京セラに IC チップを供給する半導体メーカー二社（A 社、B 社）は、競合他
社にも IC チップを供給していた。しかも、二社のうち微細化した IC チップをより早く開







                                                  
10 京セラのインタビューから、マス・カスタマイゼーション戦略を採用している、と言及があったわけ
ではなく筆者の解釈となる。京セラがこのような戦略を選択したのは、主要顧客であり、世界の端末市場











3.4 京セラによる TCXO 開発概要 
 京セラが IC チップを購買するのは、半導体メーカーA 社と B 社の二社である12。A 社
は京セラとの取引を中心に、TCXO 用の IC チップを開発しているメーカーである。彼ら
は、京セラに対しカスタマイズ化した IC チップを提供するが、その IC チップは、いった
ん記憶した周波数の発振サイクルの消去、書き換えが不可能である。そのため、顧客のニ
ーズやターゲット市場が変更した場合、対応が難しい。それに対し B 社の製品は、メモリ
ーの書き換えが可能である。さらに、B 社は TCXO 用の IC チップ市場において世界市場
シェアトップのメーカーである。そのため、彼らの製品は標準部品として用いられること
が多い。 
 特徴の異なる二つの半導体メーカーの中でも特に、B 社との取引は、2005 年度以降の京
セラの TCXO における小型化推進とマス・カスタマイゼーション戦略の実施に影響を与え





図 3 2005 年度以降の京セラ TCXO の小型化推移13 
 




                                                                                                                                                  
多様な製品開発を行う、との目的があった。こうした中、TCXO の規格変化は、携帯電話端末の機能が




11 本研究の分析対象は 2005 年以降の京セラのリファレンス用 TCXO 開発となる（GPS 用 TCXO に対
し）。 
12 守秘義務のためどちらの社名も明かすことは出来ない。 
13 図 3 で示している容積（㏄）は TCXO の縦横高さを掛け合わせたものである。 
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表 1 2005 年度以降の京セラのリファレンス用 TCXO の小型化推移数値 
 2001 年 
~2005 年 


















(出所)2010 年 3 月，2011 年 4 月京セラインタビューにより筆者作成。各規格における年度は開発年度。 
 
3.5 京セラの TCXO の小型化と部品サプライヤーとの協力 
(1) 3.2mm×2.5mm×1.0mm の TCXO 開発（2001 年）  










(2) 2.5mm×2.0mm×0.9mm の TCXO 開発（2005 年） 
 2.5mm×2.0mm×0.9mm の TCXO は、2005 年に開発された。この規格に対応する IC
チップの開発は半導体メーカーB 社が進んで行った。そのためカスタム発注ではなかった。
ここに用いられた IC チップ（0.5μm16）の開発技術は後に他の TCXO メーカーに納入す
る IC チップにも用いられた。 
 京セラは市場シェアトップであったが、むしろ自社に納入される IC チップ技術が普及する
ことを好んだ。それは、携帯電話端末の需要が世界的に伸び悩んでおり、表 1 が示すように
2.5mm×2.0mm×0.9mm の TCXO から次の規格へ転換するまで 4 年という比較的長い期間
を要したためであった。さらに、2007 年より GPS が国内のすべての端末に搭載されること
が決まっており GPS 用の TCXO 開発に資源が投入されていたことも一つの要因となった。こ
うした中、ICチップ技術の他社製品への応用を制御すれば、コスト負担が増大すると考えた17。 
 
(3) 2.0mm×1.6mm×0.8mm の TCXO の開発（2009 年） 
 2.0mm×1.6mm×0.8mm規格に対応する ICチップは京セラが半導体メーカーB社にカ
                                                  
14 2010 年 3 月京セラ（現, 京セラキンセキ）TCXO 製品開発担当者 A 氏インタビューより。 
15 京セラが IC チップの回路側で周波数を分周する方法を採用したことで、それまで小型化の限界とさ
れていた規格以上の小型化が進んだ。競合他社も京セラと同様の製品開発方法を採用した事で TCXO の
小型化は市場全体を通して進んだ。 
16 μm は 1mm の一千分の一。 
17 2011 年 4 月京セラ（現, 京セラキンセキ）TCXO 開発担当者 A 氏インタビューより。 
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等を負担し、IC チップの開発を援助した。さらに、カスタム発注した IC チップ（0.35μ
m）に用いた技術を他の TCXO メーカーの IC チップ開発に応用すること、さらに、そう
した技術を用いて汎用的な IC チップを開発することを制御しなかった。 
 それは、京セラがカスタム発注した IC チップに用いられた技術が広く用いられれば、その
IC チップの開発コストが下がり、他のメーカーも新たな IC チップを購入しやすくなるためで
あった。そうなれば、標準部品として普及する可能性が高まるためであった。さらに、IC チ
ップの価格低下によって、それを搭載する TCXO の開発コストも低下する可能性もあった。 
 京セラが 2.0mm×1.6mm×0.8mm 対応の IC チップのカスタム発注を行う以前は、こ






















なぜ、京セラは半導体メーカーの IC チップ技術の応用を制御せず、むしろ推奨したのか。 
                                                  
18 2010 年 3 月末京セラインタビューより。 
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 この議論に対し京セラの TCXO 開発担当者 A 氏は、確かに汎用的な（標準部品である）
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